
今後の協議会における取組について
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資料５



１．NEDO調査（2023.7～2024.7）における成果について
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• 2023年7月～2024年7月末、NEDOによる委託調査事業（※）との連携により、以下に関する調査を実施。
受託先：PwCコンサルティング合同会社

調査の全体像
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NEDO調査の概要について

（※）『特定半導体の安定供給体制の構築・維持に必要な人材の育成及び確保並びにサプライチェーン強靭化に関する調査』
⇒特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律（「５Ｇ促進法」）に基づき、先端半導体の生産施設の整備・生産を支援する
計画認定制度における附帯調査事業。



〇（企業）半導体の開発や製造などの各工程には様々な技術・知識が必要。電気・電子分野の人材に加え、様々な理工学系の専門分野の人材の確保・育成が重要。

●（教育機関）専門的な講義は学科3年生から開始される教育機関が多い中、学生にはより早い段階から半導体についての興味関心・理解を持ってもらいたい。

●（教育機関）半導体の仕組みや原理原則などを説明する講義は行われているが、政策背景や製造工程、現場で用いられる技術等を説明できていない。

参加機関における主なニーズ・課題
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①人材育成に関する調査：人材育成プログラムについて

今後の取組方針

今後の中部地域の教育機関・企業における活用方法について引き続き検討するとともに、内容や説明ぶりの見直し・アップデートを行っていく。

人材育成プログラムの位置付け

• 作成の目的：半導体に対する興味・関心を向上させるとともに、半導体が用いられる製品例や半導体の役割や重要性を理解すること

自身が教育機関で学ぶ内容と、半導体の開発・製造などの各工程で用いられる技術・知識がリンクしていることを理解すること

• 活用の主体：理工系学部・学科に所属する、大学低年次（１～２年生） ／ 半導体に関連する講義等を担当する教員 など

• 想定する用途：学生の自己学習用（講義の前後の予習・復習等） ／ 教員による講義において使用するスライドへの活用 など
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①人材育成に関する調査：人材育成プログラム（抜粋）

資料はこちら
（中部局HP）



• WGにおいて、既存調査結果や産・学のメンバー等からの意見等を踏まえ、オンライン／対面のセミナーを企画・実施。

学生向け半導体業界研究オンラインセミナー
「セミコンナビCHUBU」
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②人材確保に関する調査：合同業界説明会の実施

学生向け半導体業界研究セミナー
「セミコンナビCHUBU」（対面）

＜開催日時＞ 令和5年11月11日（土）13:30～16:30
＜参加方法＞ オンライン（Microsoft Teams）
＜参加対象＞ 主に2025年3月卒予定の学生等
＜登壇企業＞ 全7社  ※東芝はグループとしてカウント
＜参加者数＞ 申込み 89名

 参加     64名（保護者や他地域の学生も参加）

【名古屋会場】

＜開催日時＞令和5年12月 9日(土)13:00～17:00

＜場 所＞AP名古屋（名古屋駅付近）

【金 沢 会 場】

＜開催日時＞令和5年12月16日(土)13:00～17:00

＜場 所＞TKP金沢カンファレンスセンター（金沢駅付近）

＜参加対象＞主に2025年3月卒予定の学生等

＜登壇企業＞東海：7企業 ／ 北陸：6企業 ※東芝はグループとしてカウント

＜参加者数＞東海：14名   ／ 北陸：12名

成果：満足度 オンライン  93% 、 対面  95％
（「満足」「やや満足」と回答した参加者の割合）

   業界への関心向上  オンライン100% 、 対面100%     
（「高まった」「少し高まった」と回答した参加者の割合）

課題：対面形式のセミナーにおける集客、会場代の負担 等



• 学生の半導体産業に対する認知度を向上し、興味・関心を持ってもらうことを目的として作成。

• 教育機関や自治体などの主体による学生・若年層向けの活用を想定。
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②人材確保に関する調査：PRコンテンツの作成

PRコンテンツ（抜粋）

資料はこちら
（中部局HP）



• サプライチェーンの実態については詳細把握できず。強靱化に向けた支援ニーズも、生産能力の増強や用地取得への助
成などが主な点であり、地域性における支援の方向性が見出し辛い状況。

• その中でも、企業からはリスク発生時に備えたBCP対応は、地域レベルでの取組可能性があるのではとの反応あり。

主な課題と対応方針（案）
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③サプライチェーン強靱化に関する調査：得られた示唆・課題



・現在、中部経済産業局管内5県における半導体関連企業として、約60社の情報を掲載中。

・今後、関係機関等と連携しつつ半導体関連企業の追加掲載を図った上でリリース・以降の随時更新を予定。

集積マップ（全体地図）
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③サプライチェーン強靱化に関する調査：集積マップ

集積マップ（全体地図）
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２．今後の予算活用及び協議会における取組について
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今後の予算活用について（予定）

◆NEDO調査において、半導体関連企業に対して、
短期（1~3年）・中長期（3～10年）で不足すると見
込まれる半導体人材について、職種別に人材需要の規
模感を推計。

◆他方、半導体産業への人材供給の大きなチャネルの一
つである教育機関からの輩出状況に関して、具体な数
値までの把握は実施していない状況。

◆国内各地の人材コンソにおいても、需給ギャップの明
確化が行われており、状況を踏まえて必要な施策等を
検討していくため、上記情報の精査を当地域でも実施
していくもの。

①半導体人材の需給ギャップの明確化

◆①で実施する、職種別の人材需給ギャップの精査を
踏まえつつ、本コンソーシアムで重点的にターゲッ
トとする人材像を設定する。

◆また、当該設定に関連して、現在協議会で行われて
いるマッチングの取組や各教育機関における独自の
取組などを踏まえ、取組の過不足を明らかにしつつ、
発生している需給ギャップに対し、協議会としてど
のような取組方策をもって対応していくべきかと
いったロードマップの策定を図ることとしたい。

◆具体には、別途設置する分科会等における議論により
ロードマップ原案の作成を図るとともに、当該原案に
ついては随時開催される協議会等に諮りつつ、参加機
関内でのオーソライズを目指す。

②今後の取組方策の検討

本年度内においては、上記の取組に着手するとともに、
人材育成に資する取組の実施について検討（※後述）。

参加機関におかれては、上記分科会への関与・ご協力につき、
別途意見照会をさせていただきます。

協議会参加の各教育機関（※）におかれては、
輩出実績の把握等に係るアンケート等へのご協力をお願いします。

（※各企業への依頼の可能性もございます。）



①マッチングの取組

◆産学のニーズを踏まえて組成される工場見学、特

別講義、インターンシップなどの取組の実施によ

り、半導体人材の育成・確保の促進を図る。

②協働の取組

◆オンラインでの合同説明会の実施により、業界魅

力の発信に取り組む。（年１～２回程度、テーマ

は今後検討）

• 既存の取組の維持・発展を図りつつ、新たな取組の可能性についても検討を図っていくこととしたい。

維持・発展を図る取組
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今後の協議会における取組方針について

①教材のアップデート・利活用の促進等について

◆NEDO調査にて作成した「人材育成プログラム」を

活用し、学生のみでなく、社会人を対象としたリ

カレント教育の実施についても検討する。

②自立化の方策の検討

◆2026年度までの本協議会の自立化・自走化に向け、

その体制の検討を参加機関と協議しつつ検討する。

検討を行う取組

中部地域半導体人材育成等連絡協議会
（事務局：中部経済産業局）

①需給ギャップの明確化

◆既存のNEDO調査結果も踏まえつ

つ、中部地域にて不足する人材・

職種等を明らかにする。

②ロードマップ原案の検討

◆特に人材育成のターゲットとすべ

き人材像をセットしつつ、協議会

にて取り組むロードマップ原案に

ついて検討する。

予算を活用した取組

議論を協議会における
取組方針に反映

②産業集積マップの充実化

◆NEDO調査で作成した「産業集積マップ」について、掲載企業の

充実化を図ることで、ポテンシャル企業の発掘並びにサプライ

チェーンの強靱化への貢献を図る。

①SEMICONジャパン「中部パビリオン」出展に係る検討

◆半導体に関連するサプライヤーの販路拡大等の支援、

ひいては我が国半導体サプライチェーンの強靱化に向け、

中部地域一体となったブースの共同出展について検討を行う。

参考：協議会外の取組（半導体サプライチェーンの支援）

連携

※年度内で2回程度の開催を予定



半導体産業における製造技術、装置、材料をはじめ、自動車や IoT 機器などのSMART アプリケーションに加え、半導体産業を支える人材育
成までをカバーする、世界を代表するエレクトロニクス製造サプライチェーンの国際展示会。

SEMICON Japanとは
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【参考・協議会外】半導体関連企業の取引拡大等支援の取組について①（概要）

SEMICON Japan 2025「中部パビリオン」出展の検討
【ブース出展イメージ】

SEMICON Japan2023 「TOHOKUパビリオン」
●中部地域には、デバイスや半導体製造装置などのサプライチェーンを支える企業が集
積しており、当該企業群の更なる発展が求められるところ。

●ついては、同展示会における「中部パビリオン」の出展について検討を行い、関連企
業の販路拡大の支援等を図ることで、サプライチェーンの強靭化等への貢献を目指す。

●開催期間：2024年12月11日（水）～12月13日（金）

●会場：東京ビッグサイト 東展示棟、会議棟

●主催：SEMI

●主な来場者：デバイスメーカー・OSAT技術者、システムメー

カー、経営者・投資家、若手エンジニア、学生など

➢ 協議会の参加機関（産学不問）におかれましては、関連企業や機関等を含めて
ご案内をいただき、関心がございましたら事務局（中部経済産業局）あて
ご連絡をお願いいたします。

出展：SEMICON Japan HP

出典：東北経済産業局HP



①パビリオン出展によるスケールメリット
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②「サプライヤーサーチプログラム」へのエントリーが可能

SEMICON Japan出展者限定のデバイス･装置メーカーとのビジネスマッチング。

• バイヤーの求めるテーマに対し、出展者が、製品・サービスを提案。

• バイヤーにおける書面審査・選定を経て、選定企業は会議室で個別にバイヤー企業と面談(1社30分or60分）が可能。

• 参加料金は無料。

【概要】

キオクシア／KOKUSAI ELECTRIC／SCREENセミコンダクターソリューションズ／

SCREEN SPE テック／ソニーセミコンダクタソリューションズ／東京エレクトロ

ン／日本テキサス・インスツルメンツ／富士電機／三菱電機／ラムリサーチ／

ルネサスエレクトロニクス

• 今まで接点のなかった新たな取引先と面談が可能
• デバイスメーカー、装置メーカーのキーパーソンと面談し、説明できる絶

好の機会
• バイヤーが求めるテーマが事前に提示されるため、密度の濃い提案が可能
• ニーズのトレンド把握ができ、今後の研究開発・営業等に活かせる

【2024年・参加バイヤー】 ※A to Z 【参加メリット】

【例：東北パビリオンにおける実績】

出展：SEMI「サプライヤーサーチプログラム」 https://www.semiconjapan.org/jp/supplier-search

中部地域一体としての出展によって、

●各社ブースへの来訪者・商談件数の増加

●県境を越えた出展企業同士の交流・情報交換の促進 など、

単独での出展では得られないプラスの効果が期待されます。

出展者数
ブース訪問者

数
名刺等受領数 有望案件数

令和4年度 21 社 2,451 名 1,585 名 168 件

令和5年度 26 社 3,382 名 2,136 名 183 件

【参考・協議会外】半導体関連企業の取引拡大等支援の取組について②（出展メリット）

https://www.semiconjapan.org/jp/supplier-search


時期 内容

～2025年2月 「中部パビリオン」参加予定企業の見込み数把握

7月～8月上中旬 「中部パビリオン」出展企業の募集 （※小間数以上の申込みがあった場合は要調整）

8月中旬 出展企業のセット、SEMI Webフォームへの申込み（8月末）

9月中 出展企業向け説明会＠名古屋市内（ハイブリッド開催）

9月中旬頃 「サプライヤーサーチプログラム」バイヤー企業によるニーズ説明会

10月～ 各企業等において出展準備等 対応

12月中旬 SEMICON Japan 当日対応 ※原則、3日間通しでの対応

⚫ 本件「中部パビリオン」としての出展についてご関心がございましたら、中部経産局 製造産業課あてご連絡ください。

なお、連絡時点では、出展を確定させていただく必要はありません（＝「興味がある」といった程度でも結構です）。

【半導体関連企業様への依頼事項】
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【今後のスケジュール（予定）】

＜連絡先＞経済産業省 中部経済産業局 産業部 製造産業課 半導体担当 あて
mail：bzl-chb-seizo＠meti.go.jp ／ TEL：０５２－９５１－２７２４

⚫ いただいたご連絡により、「中部パビリオン」としての出展を確約するものではありません。ご了承ください。

※上記スケジュールについては、今後変更が生じる可能性がございます。ご了承ください。

【参考・協議会外】半導体関連企業の取引拡大等支援の取組③（依頼事項及び想定スケジュール）
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